Avanceret montage- 0g
loddeteknik af
overflademonterede

komponenter (SMT)




-Hvad er jeres forventninger til kurset ?

-Hvad er vores forventninger til jer
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Malbeskrivelse

- Deltageren kan anvende styklister og placeringstegninger samt genkende almene forekommende
komponenter og terminaler.

- Deltageren opnar desuden kendskab til ESD i forbindelse med handtering af komponenter og print.
- Deltageren far kendskab til almindeligt manuelt loddeudstyr og vedligeholdelse af dette.

- Med baggrund i ovenstaende kan deltageren visuelt vurdere materialers mekaniske kvalitet og
loddebarhed.

- Deltageren kan endvidere udfgre avancerede montage- og loddeopgaver pa SMT komponenter
(Chip, SOT, SOIC og QFP) samt korrigere handloddeprocessen ud fra fejlsymptomer.

- Deltageren kan anvende mikroskop til egenkontrol samt udfgre egenkontrol af udfgrte opgaver iht.
IPC-A-610 Klasse 3 (dnskelig krav)

- Deltageren opnar desuden kendskab til kravsspecifikationen IPC J-STD-001 samt kontrolmetoder
vha. AOI, rgntgen og mikroslib.

& Industriens

N2
o) C
3 “ne Uddannelser


https://www.bing.com/images/search?q=fodboldm%c3%a5l&view=detailv2&&id=51EC5487F4E7DECD99F6D57DB419D91FD6EDE331&selectedIndex=148&ccid=5W7l8e3D&simid=608011991339761913&thid=OIP.Me56ee5f1edc36f4c8a7d583738ee631fo0

Prover 1 AMU

Det er vedtaget at ALLE AMU kurser skal have afsluttende praver.

- Pa dette kursus er der en praktisk og en teoretisk prave.

- Den praktiske prave bestar af obligatoriske lodde opgaver som hver giver 2 eller
3 point og valgfri lodde opgaver som giver 1 point. Det samlede maksimale
pointtal er 36. Du skal have 66% af det samlede antal point (24 ud af 36 mulige)
samt have lgst de obligatoriske opgaver for at besta. (se nedenstaende oversigt)

- Den teoretiske prave en multichoice prgve med 18 spgrgsmal som hvert giver 1
point for rigtigt svar. Du skal have 66% af det samlede antal point (12 ud af 18
mulige) for at besta.

- Inden uddannelsens afslutning skal deltageren som minimum have besked om,
hvorvidt han/hun har bestaet praven. Deltagere, der har bestaet, skal have
udleveret et AMU-kursusbevis. De deltagere, der ikke bestar praven, skal have
en mere fyldestggrende feedback, og de skal informeres om deres mulighed for
at ga til omprave, deltagelse i uddannelsen igen eller at f& udleveret en
bekreeftelse fra skolen pa, at de har deltaget i uddannelsen.

- Feedbacken til deltageren ma ikke veere sa detaljeret, at han/hun f.eks. i en
multiple choice far besked om, praecist hvilke spargsmal der er besvaret forkert,
og hvad det rigtige svar er.
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Beskrivelse af prgven

Ved denne portfolio preve skal du aflevere fglgende, der vil indga i bedgmmelsen:

Obligatoriske 2 polede opgaver (alle opgaver giver 3 point):

1 stk. modstand 0402 monteret og loddet pa print
1 stk. modstand 0603 monteret og loddet pa print
1 stk. modstand 0805 monteret og loddet pa print
1 stk. modstand 1206 monteret og loddet pa print
1 stk. SOD/minimelf monteret og loddet pa print
1 stk. Tantal A-hus monteret og loddet pa print

Valgfri 2 polede opgaver (alle opgaver giver 1 point):

1 stk. modstand 0201 monteret og loddet pa print

1 stk. modstand 01005 monteret og loddet pa print
1 stk. kondensator 1812 monteret og loddet pa print
1 stk. Kondensator 2220 monteret og loddet pa print
1 stk. SOD/melf monteret og loddet pa print

1 stk. SOD/micromelf monteret og loddet pa print

Obligatoriske IC opgaver (denne giver 2 point):
1 stk. IC kreds SO14 monteret og loddet pa print

Valgfri IC kreds opgaver (alle opgaver giver 1 point):
1 stk. 44 bens PLCC monteret og loddet pa print

1 stk. 44 bens QFP monteret og loddet pa print

1 stk. 48 bens QFP Fine Pitch monteret og loddet pa print

Valgfri specialkomponent opgaver (alle opgaver giver 1 point)
1 SMD stik monteret og loddet pa print

1 elektrolyt monteret og loddet pa print

1 leaded komponent monteret og loddet som SMD pa print

Valgfri halvleder opgaver (alle opgaver giver 1 point):
1 stk. Transistor SOT23 monteret og loddet pa print
1 stk. Transistor SOT143 monteret og loddet pa print

Valgfri effekt halvleder opgaver (alle opgaver giver 1 point):
1 stk. Transistor SOT89 monteret og loddet pa print
1 stk. Transistor SOT223 monteret og loddet pa print
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Kriterium

En af hver af disse:

1 SOD / Minimelf monteret og loddet
1 0402 monteret og loddet

1 0603 monteret og loddet

1 0805 monteret og loddet

En af disse (én fra hver gruppe):
Gr1l:

1 SOT23 monteret og loddet

1 SOT143 monteret og loddet

Gr 2:

1 SOT223 monteret og loddet

1 SOT89 monteret og loddet

Gr 3.

1 PLCC monteret og loddet

1 QFP monteret og loddet

1 QFP fine pitch monteret og loddet

Teoretisk prgve

1 1206 monteret og loddet
1 A-hus monteret og loddet
1 SOIC monteret og loddet

Gr 4.

1 Stik monteret og loddet

1 Elektrolyt monteret og loddet
1 Leaded monteret og loddet
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Bedgmmelses- og bestaelseskriterier
Nar prgven bliver bedgmt, vil der blive lagt vaegt pa falgende:

e Alle opgaver skal udfgres sa de opfylder IPC-A-610 Acceptabel klasse 3 og med en kvalitet der ligger
sa teet pa det perfekte som muligt,

o Der skal vises en ensartet/gennemgaende kvalitet i monteringsprocessen

o Der skal vises en ensartet/gennemgaende kvalitet i loddeprocessen

e At deltageren selv kan vurdere kvaliteten af det udfgrte arbejde

e Alle obligatoriske opgaver skal veere gennemfgrt

o Der skal gennemfgres minimum 1 valgfri specialkomponent

o Der skal gennemfgres minimum 1 valgfri IC opgave

o Der skal gennemfgres minimum 1 valgfri halvleder opgave

o Der skal gennemfgres minimum 1 valgfri effekt halvieder opgave
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Sporbarhed

Tilbage - Fremad

Praktisk/teoretisk
prove

\_/f/_/_
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Kvalificeringsmuligheder

Grundkursus
SMD 1
| |
. Q - Lodning
Q - Lodning SMD
_ IPC
Q - Reparation inspektion V
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Synstest

* Langsyn
Naersyn
Farve opfattelse

Over35ar:lgangomaret  ~=r=c==-
 Under 35 ar : Hvert andet ar
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Forskellige kvalitetsniveauer/afvigelser

Acceptabel
—

Minimum Perfekt
n

A
99
L 8
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Maximum
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KONTROL

™

Kasseret Godkendt

ENIGHED
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Mandag Morgen Teori
b Middag Teori

Tirsdag . Morgen  Teori
| Middag  Teori

Onsdag Morgen

% Teori
B L .

1 CEESREY Middag

| Y5

Teori

| Morgen  Teori
i Middag Teori
-

‘i Morgen Teori
s Middag Prave

Ugens program

Avanceret montage og loddeteknik SMT

Montage og lodning — Standardens generelle krav
Montage og lodning MELF og Chip komponenter

Montage og lodning af MELF og Chip komponenter
Montage og lodning af SO komponenter

Montage og lodning af SOT komponenter
Montage og lodning pa PLCC og QFP

Montage og lodning pa PLCC og QFP
Montage og lodning af specielle komponenter

Mikroslib og rgntgen
1 time skriftlig teoretisk prave (Multichoice)

I
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Kursusindhold

- Loddeudstyr

- Loddespids

- Fortinning

- Handvaerktgj

- Skader pa komponenter
- Kontrol af lodning

- Rensning af loddeomrade
- ESD

- Loddetin

- Flus

- Loddeteknik

- Termiske udvidelseskoefficienter
- Skader pa print

14 I
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Standarder/Workmanships

IPC-J-STD-001

IPC-A-600

IPC-A-620

ESCC (Bl.a. ESA)
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Omfang IPC A-610

- Materialer

- Udfarelse af montering og lodning

- Ledningsmontage

- Leadede komponenter

- SMD komponenter %
- Mekanisk montage

- Komplette enheder

16 I
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Loddekolben

- Termostatstyret

- Modstand mellem loddespids og stel:
Maks 5 ohm (anbefaling)

- Spandingsforskellen mellem loddespids og stel:
Maks 2mV RMS (anbefaling)

- Isoleret mod EOS og ESD

Se IPC J-STD-001
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Lodning

Loddebare komponenter

Spidsbredde / type

Spidstemperatur

Loddetin

Loddespidsens tilstand
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Tingryder

Temperatur pa gryde:
245-275 grader

For at sikre at alle dele som benyttes er loddebare inden den
endelige loddeoperation foretages, anbefales det at naesten alle
komponenter/dele fortinnes.

19 I
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Veerktgj

Hardt stal

Kan bgjes

Kan gdelaegge komponenten

Kan gdelaegge print

-]
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Pincetter og deres anvendelse

Indhold pincetkasser:

Antal Type Vinkel Anvendelse
2 X SM 101 45° 8 - 16 bens SOIC
2 X SM 102 45° 20 - 68 bens PLCC / QFP
2 X SM 103 45° SOT og Chip-komponenter
2 X SM 105 90 ° SOT og Chip-komponenter
2 X SM 110 90 ° Lodrette SMD-komponenter
2 X SM 116 90 ° Runde SMD-komp. > Imm.
2 X 00 Sa 90 ° Almindelig pincet - tyk
2 AC Sa 90 ° Almindelig pincet - tynd
2 X 7A Sa 45° Almindelig pincet - tynd

21
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Skadet modstand

Ingen skader pa modstandselement eller glascoating § 9.2
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Veerktg]

: Rundtang = Fladtang
Bl vians

I Bidetanger.
“ Med fas
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Visuel inspektion

INSPEKTION.

i

il

_ L:\..I

s

Kontrol Reference
>1,0mm 1,5 - 3X 4X
0,5-1mm 3,0-7,5X 10X
0,25-0,5mm 7,5-10X 20X
<0,25mm 20X 40X

For printkort med uens stgrrelse pa loddegerne
kan den stgrste anvendelige forstgrrelse anvendes
pa hele printkortet. § 1.12.2 tabel 1-2
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Forebyggelse af fejl

Arbejdsomrader
Renhed. T

Varktoj

Vzaer opmaerksom pa synligt fremmed materiale:
Snavs, fedt. silicone. flusrester. loddetinklatter,
loddetinkugler, isolationsrester, ledningsafklipninger.

Rygning - madvarer - drikkevarer. @

Afprovet og godkendt handcreme til
elektronikindustrien.

25 I
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Afrensning

Manuel

Auato-
matislk
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Manuel Afrensning

Fin hestharsbarste Pumpedispenser Papirsservietter
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Automatisk Afrensning

ULTRALYDSRENSNING.

- pa umonterede print

- terminaler/forbindelser
uden indbyggede
elektroniske kredsloeb

- pa elektroniske monteringer
men var opmerksom pa at

ultralyd kan beskadige visse
‘ OBS!! \ komponenter, samt at spritten
1 badet skal vare rent (kan

indeholde store mangder af
gammel flus)

28 Industriens

»
)
D Uddannelser

“
S
I



Modtagelse
af materialer

Forsendelse

ESD.

Electrostatic discharge.

EOS.

Electrical Overstress.
——* Test —*
- Lager -—

29

Produktion

Kontroller
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ESD sikker arbejdsplads

EPA Electrostatic Protected Area

- Dissipative arbejdsflader et

~ ATTENTION
STATIC-SAFEGUARDED
WORK AREA

- Handledsrem
- Stole
- Veerktgj

- Dissipativ gulvbelaegning
- Ledende sko/heelrem
- Ledende beklzedning

- Testudstyr
- lonisator

A ESD Protectad Aroa ' A S50 Pioieened baen B S0 Tronasied huan

VOl 3
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Loddetin

Loddetinsammensaetning og smeltetemperaturer

Tin / Bly / Selv /| Kobber

Sn60 Pb40

Sné3 Pb37

Sn62 Pb36 Ag2
Sn96,5 Ag3,5
Sn99,3 Cu0,7

Smeltetemperatur
183°-188°C
183°C
179°C
221°C

227°C
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Flus
Typer: Rosin, Resin og Organic

A/" LO0og L1 No clean
MO og M1 Rensbare flusser

HO og H1 Rensbare flusser

Beskytte det flydende loddetin mod oxidering

Overfgre varme

Rensende effekt

Blanding af forskellige typer flus kan skabe
problemer i loddeprocessen. 7

32 I
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Flus

Fluspenne/

Flydende flus

Alt ekstern flus SKAL afrenses fra printet !

Industriens
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Temperatur pa loddespids og loddested

Temperatur pa loddested:

Skal veere tilstraekkelig til at skabe en god loddeforbindelse.
Lodningen opstar som en sammenhaeng mellem tid, temperatur og
materialernes loddebarhed.

Temperatur pa loddekolbe:

IPC-A-610 stiller ikke krav til temperaturen pa loddekolben.

Som tommelfinger regel saettes kolben ca. 100° over smeltepunkt.
Anbefalede temperaturer er ved blyfri fra 320° til 385° eller den
temperatur som komponentleverandgr anbefaler.

Start altid med den laveste mulige temperatur.

34 I
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LoDNING.

Eksempel pa loddespidstemperatur.

* Handlodning med kolbe

* The following conditions must be strictly followed when using a
soldering iron.

Soldering iron: 30W max_
Tip temperature: 280°C max._
Soldering time: 10 sec. max.

* Do not allow the tip of the soldering iron to directly touch the
chip.

Ved gentaget lodning er den tilladte tid lig den akkumulerede tid,

35 I
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INTERMETALLISK LAG.

Kontaktvinkel < 90°
Sn/Pb R

SPOEIG
ShERE e
Cu e

.,

Intermetallisk lag

Der loddes for at skabe en elektrisk og en mekanisk forbindelse.
Det intermetalliske lag skaber den mekaniske forbindelse.

36 I
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Hvad kendetegner en god lodning?

Loddeafvigelser

Dakningsomrade

.

|l ODNING.

Overfladen bgr veere blank, ukrystalliseret,
vedvarende og korrekt veedet. En vadnings-
vinkel/kontaktvinkel < 10° er kendetegnet
pa en rigtig god lodning.

IPC A-610 skelner ikke mellem blyfri og
blyholdig lodning. Kravene er ens for begge
typer tin.

- Nonwetting/dewetting (krav til terminal overholdes)
- Pigge/nissehuer (overdkrider isolationsafstand)

- Flusrester (Ikke No Clean)

- Tinkugler/tinsprgjt

- Tin broer/kortslutninger

- Kn&k eller brud

- Forstyrret lodning

- Stagrkningsrevner (Kun blyfri)

- Loftet g

- Alle forbindelsens elementer

- Leder eller ledning bgr vere synlig

- Omridset af flerkorede ledninger skal
veere synlige

- Lederender skal ikke veere daekket

37
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Krav til printkort

- Overfladebeskyttelse

- Lederbredde (< 20%)
- Loftede lederbaner

- Renhed

- Synligt laminatvav

- Delaminering

- Maslinger

- Haloing / ringdannelse
- Boj og vrid

38 I
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Tinkugler

IPC A-610 85.2.7.1
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Overfladebeskyttelse

IPC A-600

40 I
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| gftede lederbaner / ger

IPC A-610 810.3.2
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Delaminering

IPC A-610 §10.2.2

42 Industriens
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Maeslinger

IPC A-610 §10.2.1
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Haloing / ringdannelse

Nie A’

843t
esot il

IPC A-610 810.2.4

44
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Bgj og vrid

IPC A-610 810.2.7

& Industriens
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Montering af chip komponenter

46
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Chip — komponent typer

Benavnelse

0402
0504
0603
0805
0907
1005
1206
1210
1505
1805
1808
1812
1825
2225
2321
3640

Mal i tommer

0.04 x 0.02
0.05x 0.04
0.06x 0.03
0.08x 0.05
0.09 x 0.07
0.10x 0.05
0.12x 0.06
0.12x 0.10
0.15x 0.05
0.18x 0.05
0.10x 0.08
0.18x 0.12
0.18 x 0.25
0.22x 0.25
0.23x 0.21
0.36 x 0.40

47

Mal i mm

1.0 x0.5
1.25%1.0
1.6 x0.8
20 x125
2.25x1.8
2.5 x1.25
32 x16
3.2 x25
3.75x1.25
45 x1.25
45 x2.0
45 x3.2
45 x6.25
5.5 x6.25
5.75x35.25
9.0 x10.0
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Montering af SMD komponenter
Chip komponenter — sideudhaeng §88.3.2.1

lt:\:]

/I

—"f L’—Der skal veere overlap mellem terminering og ©
Terminering méa iklke gi uden for loddeland

L

NN

—

QZ

AN

t . Max. 25% af W Klasse 3
og max. 50% for klasse 2

] Max_ 25% af W klasse 3
og max. 50% for klasse 2

48
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Lodning af Chip komponenter

Max. / min. loddekrav §88.3.2.5/ §88.3.2.6

{

Klasse 3: 25% af T eller

J

0,5 mm; mindste mal galder.

Uacceptabe

49
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Chip komponenter
Krav til parallelitet §8.3.2.9.4

Lodning

Der er ingen krav til parallellitet men der m a ikke vaere slip pa den ene
terminal (Tombstoning) sa der ikke kan dannes en lodd efvldning.

50 I
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MELF typer

Betegnelse

MELF
MINIMELF
MICROMELF

51

Mal (mm)

9.9 x ©2.2
36 x ¥14
2.0 x ©1.27

»
>
n

2
&

Industriens
Uddannelser



Montering af MELF komponenter

Sideudhaeng §8.3.3.1
MONTERING AF
MELF KOMPONENTER.

’-‘..._ 25% af L (gadder alle klasser)

=

L am

[ t [

—— |-— 75% af Ti klasse 3 og 50% i klasse 2.
Terminering ma aldrig ligge uden for e.

52 I
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Lodning af MELF komponenter

Min. loddekrav §8.3.3.6

AU T =

2 T 5 4

Minimum hgjde pa loddefyldning (gaelder klasse 3)
25% af W eller 1 mm, mindste mal gaelder

53 I
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Forebyggelse af fel

Loddebarhed (fortinning)

Renhed

Loddetin (rulletin)

Tingryde (dross)
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Termiske Udvidelseskoefficienter

PCB, FR 4 X og Y aksen 12-16 ppm/°C
PCB, FR 4 Z aksen 30-55 ppm/°C
PCB, FR 2 (epoxy kvarts) X og Y aksen 06 -12 ppm/°C
PCB, FR 2 (epoxy kvarts) Z aksen 19-30 ppm/°C
Keramik 5-7 ppm/°C
Kobber 16 ppm/ °C
Messing 20 ppm/°C
Nikkel 13 ppm/ °C
Aluminium 24 ppm/°C
Loddetin ( Sn60 / Pb40 ) 25 ppm/ °C
Loddetin ( Sn96,5/Ag3/ Cu0,5) 22 ppm/ °C
56 P'%. Industriens
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Montering af Gull Wing terminaler
Taudheeng §8.3.5.2

Taudhzng ma ikke overskride é S
minimum elektrisk isolationsafstand

Loddeo

58 I
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Montering af Gull Wing terminaler
Sideudheeng §8.3.5.1

Klasse 1 og 2: 50% afW eller 0.5 mm, mindste mal gaelder

Klasse 3: 25% afW dler 0,5 mm, mindste mal gaelder

J7 Komponentben
I /- i

1 W
[ N W

I oddeo j f"’i Komponentben
-

W
\— Lo dde?
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Lodning af Gull Wing terminaler
Min. loddekrav §88.3.5.6

Min. Hgjde pa haelens loddefyldning er lodningens
tykkelse (G) + 50 % af fodens tykkelse.
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SOT typer
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SOT huse

@-design
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QFP + PLCC

Hustyper
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Montering af PLCC

Sideudheeng 8§8.3.7.1

Max. 25% af W
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Lodning af PLCC

Min. loddekrav 88.3.7.6

A

v
Z X \indst 75% af W
Min. laeengde pa lodning pa terminalens
side er storre eller lig med 150 % af

terminalens bredde W _ . _
Hgjden pa haelens loddefyldning (F) er

mindst termineringens tykkelse (T), plus
lodningens tykkelse (G)

AL Sl Industriens
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PLCC

Krav til parallelitet 88.3.7.8

L__ _
T 7777777777777

Ma ikke resultere i uacceptable lodninger

% Industriens
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Fine - Pitch

L]

O)
AAARRRRRARS

P I .

PITCH

Eksempler pa PITCH - afstande:

0,3 mm
0,4 mm
0,5 mm
0,65 mm
0,8 mm
1 mm
1,27 mm
2.54 mm
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Stik

Montage + lodning 88.3.5
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Elektrolytkondensator
Montage + lodning §88.3.9

% Industriens
e Uddannelser

72



Tantalkondensator

Montage + lodning §8.3.11

Benavnelse

A
B
B
C(
D (
D (TAQ)
E (
F
G
H
J

73

(TAJ)
(TAJ)
(TAQ)

TAJ)

Mal i mm

3.2x 1.6
3.59x2.8
45x 1.8
6.0x 3.2
7.3x4.3
49x 2.6
6.0x 2.6
6.4x 3.8
7.8x3.2
8.1x4.0
8.1x4.3
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Leaded komponent monteret som SMD
Komponentmontage — lederformning 87.1.2.1/87.1.2.2/87.1.2.3/ 87.1.2.4

, Afstand mellem bukning
i og komponentkrop

— N\

ACCEPTABEL

!

i
:——ﬁ\UACCEPTAB ELT

Bukket helt inde ved
komponentkroppen

& Industriens
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Leaded komponent monteret som SMD
Bearbejdede Gull Wing termineringer §8.3.6

Minimum hgjde lig med . . _ _
eller starre end 40% af D Ma ikke resultere | uacceptable lodninger

ﬂ ‘_'FOd
50 +/- 10% af D~ \ &7,

s

Max. 0,.6mm

Industriens
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Microslib og rgntgen
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